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1.一种用于半导体装置的安装件，该安装件包括：

一个绝缘衬底，该绝缘衬底具有平行的第一面层表面和第二面层表面、连接这些平行

表面的一个边缘表面，并且具有在其中形成的一个凹陷，该凹陷具有在该第一面层表面上

的一个开口 ；

一个导电插头，该导电插头就座于该凹陷中并且在该边缘表面上或其附近具有一个露

出的第一表面并且在该第一面层表面上或其附近具有一个露出的第二表面。

2.根据权利要求 1所述的安装件，该安装件包括一个形成于该第一面层表面上的传导

性轨道，该传导性轨道与该插头的、在该第一面层表面上的露出表面进行电接触。

3.根据权利要求 1或权利要求 2所述的安装件，其中该插头具有在该第二面层表面上

或其附近露出的一个第二表面。

4.根据权利要求 3所述的安装件，该安装件包括一个形成于该第二面层表面上的传导

性轨道，该传导性轨道与该插头的、在该第二面层表面上的露出表面进行电接触。

5. 根据以上权利要求中任一项所述的安装件，其中该凹陷的特征为以下截面：该截面

在与该边缘表面相距第一距离处、基本上平行于该边缘表面所具有的尺寸是小于该截面在

与该边缘表面相距第二个较大距离处所具有的尺寸。

6. 根据权利要求 5 所述的安装件，其中该凹陷被形成为具有一个截面，该截面包括一

个颈部区域，该颈部区域的特征为一个基本上平行于该边缘表面的相对小的宽度，该颈部

区域连接了第一区域和第二区域，该第一区域和第二区域的特征为平行于该颈部区域的窄

的宽度的、相对大的宽度。

7.根据权利要求 6所述的安装件，其中该截面具有的周边与由两个部分重叠的圆所限

定的区域的周边一致。

8.根据权利要求 5所述的安装件，其中该截面具有梯形的形状。

9.根据以上权利要求中任一项所述的安装件，其中该半导体装置包括激光二极管。

10.一种生产用于半导体装置的安装件的方法，该方法包括：

在一个衬底中形成一个凹陷，该衬底是由电绝缘材料形成的并具有平行的第一面层表

面和第二面层表面，其中该凹陷具有在该第一面层表面上的一个开口；

用一种导电性材料来填充该凹陷；并且

切割该衬底以便形成一个连接这些面层表面的边缘表面和该传导性材料的一个露出

的表面。

11. 根据权利要求 1 所述的方法，其中形成一个凹陷包括形成一个阵列的多行和多列

凹陷。

12.根据权利要求 11所述的方法，其中这些行包括多对相对紧密间隔开的行。

13. 根据权利要求 12 所述的方法，其中每个凹陷的特征为以下截面：该截面与该凹陷

所属的这一对紧密间隔开的行中的这些凹陷之间的一条线相平行地、并且在与该线相距第

一距离处所具有的尺寸是小于该截面在与该线相距第二个较大距离处所具有的尺寸。

14.根据权利要求 14所述的方法，其中切割该衬底包括沿一对紧密间隔开的行的凹陷

之间的一条线对该衬底进行切割。

15.根据权利要求13或权利要求14所述的方法，其中该截面具有的周边与由两个部分

重叠的圆所限定的区域的周边一致。
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光源安装件

相关申请

[0001] 本申请要求于 2010 年 8 月 24 日提交的美国临时申请 61/376,281 根据 35U.

S.C.119(e) 的权益，该申请的披露内容通过引用结合在此。

技术领域

[0002] 本发明的实施方式涉及用于支撑半导体光源并且提供与该光源的电连接的方法

和装置。

背景技术

[0003] 半导体光源，如发光二极管（LED）和激光二极管（LD），被用来提供照明、光雷达以

及光通信网络中的信号传输。它们被用于将电信号转换成通过不同本地通信网络和全球通

信网络的实体基础实施中的光导纤维来承载信息的光信号，以便支持声音、视频、文本、以

及数据服务的丰富选项单，这是现代社会及其活动的支柱。

[0004] 通信网络传输的信息量正以惊人的速率增长。2008 年由思科系统公司（Cisco 

Systems Inc.）公布的题为“走近泽字节时代（Approaching the Zettabyte Era）”的白皮

书中预言，全球 IP业务量将从 2008年的每月大约 10艾字节（exabyte）增加到 2012年的每

月 40 艾字节以上。全球通信业务量的快速增长导致了需要不仅能够支持具有更大光信号

传输速率的、增长的通信速率而且能够以还要更小的实体包装提供这种支持的通信设备。

[0005] 随着通信设备所提供的光信号传输速率的增加以及设备尺寸的缩减，产生光通信

信号的 LED和 LD（下文总体上称作 LD）需要以还要更高的频率来运行并且以还要增大的空

间密度进行包装。增加的运行频率和包装密度导致物理地支撑这些 LD 的安装件要满足日

益更严格的限制条件。这些安装件有利地被配置成对 LD 提供与在日益拥挤的部件环境中

对其进行驱动和控制的电路的适当电连接，以便驱散在操作过程中它们产生的越来越多的

热量、并且用来提供 LD与接收它们所产生的光信号的光导纤维的对齐。商业的限制条件总

体上要求这些安装件（通常称作“子安装件”）也是比较易于大量生产的并且是相对便宜的。

概述

[0006] 本发明的实施方式的一个方面涉及提供一种半导体光源安装件，以下称作“灵巧

安装件”，该安装件包括一个衬底，该衬底具有：两个平行的面层表面、连接这些面层表面并

且任选地与之垂直的一个边缘表面、以及被紧固在衬底的凹陷中的一个导电性接触插头。

该接触插头具有在这些面层表面之一之上、或其附近的一个露出的第一表面，以及在该边

缘表面上露出的一个第二表面，以下称为“安装表面”，有待由灵巧安装件支撑的 LD可以安

装到并且电连接到该第二表面上。该 LD 可以用不同的材料和技术中的任一种来安装到接

触插头的安装表面上，如通过传导性环氧树脂粘结或者通过适合的焊接合金焊接。不仅该

接触插头对于将 LD 安装到插头上提供了便利的支持和电连接性，而且插头的大量传导材

料还对操作过程中 LD所产生的热量起到有利地热量耗散作用。在本发明的实施例中，该衬

底由导热陶瓷形成，如 AlN（氮化铝），并且该接触插头由金属形成，如金、铜、银、或者铝或其
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合金。

[0007] 根据本发明的实施例的灵巧安装件是稳健的且其生产是相对容易且便宜的。

[0008] 本发明的实施例的一个方面涉及提供一种用于制造多个灵巧安装件的方法。在本

发明的实施例中，将具有多个平行的面层表面的衬底材料的一个相对大的晶片加工成一个

阵列的多行和多列孔（以下称为“接触插头孔”），这些孔从晶片的一个面层表面延伸进入且

任选地穿过该衬底晶片。每个接触插头孔的平行于该面层表面的一个截面被配置成具有两

个相对大的区域（称作“翼部区域”），它们由一个相对窄的颈部连接。这些孔被填充有传导

性材料以形成这些灵巧安装件的接触插头。

[0009] 形成这些接触插头之后，将该衬底晶片进行切片以提供这些灵巧安装件。切片是

这样完成的 ：沿着平行于这些行的孔的多条线（称作“行切割线”）并且沿着平行于多列孔并

且在这多列孔之间的多条切割线（称作“列切割线”）对衬底晶片进行切割。一条行切割线

可基本上穿过这些颈部但不经过一行接触插头孔中的接触插头孔的截面的翼部区域、经过

该行中的接触插头或者多行的接触插头孔之间的每个接触插头孔的仅一个翼部区域。穿过

接触插头孔的行切割线被称作“接触插头切割”线或“插头切割线”。在多行接触插头孔之

间穿过的行切割线和列切割线还称作分模线。沿着这些行接触插头切割线对衬底晶片进行

切割产生了灵巧安装件的接触插头的露出的安装表面。通过在颈部区域中使孔缩窄（这用

来将该接触插头抓紧和锁定在位），每个灵巧安装件的传导性接触插头在其插头孔中被紧

固地保持在位。

[0010] 在讨论中，除非相反地陈述，修饰本发明实施例的一个或多个特征的状态或关系

特性的形容词如“基本上”以及“约”应理解为意指该状态或特性被限定在针对旨在应用该

状态或特性的应用而言该实施例的操作可接受的公差之内。

[0011] 这个概述部分被提供用于以简化的形式来引入一系列概念，这些概念在以下的详

细说明中予以进一步描述。这个概述部分不是旨在指明要求保护的主题的关键特征或必要

特征，也不是旨在用来限制要求保护的主题的范围。

附图简要说明

[0012] 以下参见在本段落后所列出的附图来描述本发明实施方式的多个非限制性实例。

在不止一个图中出现的相同的结构、元件或部分通常在它们出现的所有图中以相同的数字

来标注。图中所示的部件尺寸和特征是为了表示的方便和清晰而进行选择的并且不必按比

例示出。

[0013] 图 1A 示意性地示出了根据本发明的一个实施例的一个晶片，该晶片由适合于形

成灵巧安装件的衬底材料形成并且具有在其中形成的多个接触插头孔；

[0014] 图 1B 示意性地示出了图 1A 中所示的衬底晶片，根据本发明的实施例该衬底晶片

的接触插头孔填充有传导性材料；

[0015] 图 2A 示意性地示出了根据本发明的实施例，图 1B 所示的其接触插头孔被填充的

衬底晶片在对该衬底晶片进行切片之后的情况；

[0016] 图 2B示意性地示出了根据本发明的一个实施例被安装到通过图 2A所示对衬底晶

片进行切片而形成的单个灵巧安装件的接触插头上的一个 LD；

[0017] 图 3A示意性地示出了根据本发明的一个实施例，类似于图 1B所示衬底晶片、但具

有形成于衬底晶片的面层表面上的多个传导轨道的一种衬底晶片；
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[0018] 图 3B示意性地示出了根据本发明的一个实施例在进行切片之后图 3A所示的衬底

晶片；

[0019] 图 4A 示意性地示出了根据本发明的一个实施例由对具有多个接触轨道的衬底晶

片进行切片而得到的一个灵巧安装件；

[0020] 图 4B示意性地示出了根据本发明的一个实施例被安装到一个支撑底座上的图 4A

所示的灵巧安装件；

[0021] 图 5A示意性地示出了根据本发明的一个实施例被形成有不同于图 1A所示那些的

接触插头孔的一个衬底晶片；

[0022] 图 5B示意性地示出了根据本发明的实施例在图 4A所示的衬底晶片已沿着一条行

切割线切割之后的一部分；并且

[0023] 图 6 示意性地示出了根据本发明一个实施例的一种用于形成灵巧安装件的替代

方法。

详细说明

[0024] 在以下段落的详细说明中，参见图 1A 至图 2C 来讨论根据本发明实施例的一种用

于制造多个灵巧安装件的过程的说明。参见图 3A至图 3D来讨论一种形成灵巧安装件的方

法，这些灵巧安装件具有在平版印刷过程中形成的多个传导轨道。参照图 4A 和 4B 显示并

讨论了图 1A至图 2C中示意性展示的用于制造灵巧安装件的方法的变体。图 5示意性地示

出了根据本发明的实施例用于制造灵巧安装件的另一种方法。

[0025] 图 1A 示意性地示出了根据本发明实施例的用于制造安装件的、具有平行的顶部

面层表面 21和底部面层表面 22的一个衬底晶片 20。衬底晶片 20是由一种具有相对高的

热导率的绝缘材料形成，如绝缘陶瓷，并且举例而言可以具有从大约 0.5mm至 5mm范围内的

厚度并且具有约 100mm边长的正方形周边。在本发明的实施例中，衬底晶片 20可以由 AlN

（氮化铝）形成。AlN具有的热导率可以是从大约 70W/m/K（瓦特每米每开氏度）到大约 201W/

m/K的范围。

[0026] 在本发明的实施例中，衬底晶片 20中形成有多行 31和多列 32的任选通孔 30，也

称作接触插头孔 30。为防止混乱，仅用数字标注了一些行 31 和列 32。这些行的接触插头

孔被任选地配置成多对紧密间隔开的行，其中邻近对的行被分开相对大的距离。类似地，这

些列的接触插头孔被任选地配置成多对紧密间隔开的列，其中邻近对的列被分开相对大的

距离。插图 34 示出了多个接触插头孔 30 的放大视图。插图 37 示出了平行于接触插头孔

30的面层表面 21的一个截面 36。截面 36具有两个由相对窄的颈部 39连接的翼部区域 38

并且任选地具有数字八的形状。

[0027] 接触插头孔 30 可以通过本领域已知的任何不同方法来形成，如激光切削、蚀刻、

烧蚀或钻孔。通过钻孔来形成这些孔可以如下完成：通过以小于这些孔的直径的间距来钻

出多个圆孔，使得这些孔重叠并且共用一个平行于面层表面 21、具有小于该圆孔直径的长

度的弦。虽然在衬底中通过例如机械钻孔和 /或激光烧蚀可以相对容易地形成多个相对大

的重叠孔，但这些孔的最小直径和间距通常是由晶片厚度以及形成这些孔时所使用的方法

的的多个限制因素所决定。例如，通过对晶片进行机械钻孔而形成的孔的最小直径和间距

可以分别被限制为不小于晶片厚度的约 0.8倍和约 1.5倍。

[0028] 在形成之后，将接触插头孔 30 用传导材料填充，例如用金属，这种金属可以是金、
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铜、银或者铝或其合金，以便形成嵌入衬底晶片 20中的传导接触插头。接触插头孔 30如果

足够大或者特征为孔高与孔径的比率（高径比）足够小，则可以例如通过将熔融的金属倒在

衬底晶片 20的面层表面 21上以使得金属流入孔中并填充该孔来进行填充。留在面层表面

21上的过量金属可以通过适合的蚀刻、磨蚀、和 /或抛光方法来去除，如干法蚀刻或湿法蚀

刻或化学机械平面化。

[0029] 图 1B 示意性地示出了图 1A 所示的衬底晶片 20 在用传导材料填充了接触插头孔

30以形成接触插头 40之后的情况。插图 41示意性地示出了被填充的接触插头孔 30的放

大视图。图 1B还示出了以虚线显示的多条行切割线 51和 53以及多条列切割线 52。行切

割线 51 是接触插头切割线并且行切割线 53 是分模的行切割线。对衬底晶片 20 进行切片

以形成多个灵巧安装件，根据本发明的实施例这是通过沿着这些切割线对衬底晶片进行切

割而实现的。

[0030] 每条接触插头切割线 53任选地位于一对紧密间隔开的行的接触插头 40中的接触

插头孔 30之间。在本发明的实施例中，当沿着一条接触插头切割线 53切割衬底晶片 20时，

从晶片以及每个接触插头 40 上沿着切割线而去除的材料量足以形成该插头的露出表面，

该露出表面位于衬底材料的通过切割而形成的一个表面上。这个露出的表面被配置成具有

的尺寸使得它可以用作该接触接头的安装表面，举例而言可以将 LD 安装到该安装表面上

以便物理地支撑该 LD并且对其提供与驱动电路的电连接。在接触插头孔的颈部区域 39中

形成了接触插头，该颈部区域从该安装表面被移位并且用来在衬底晶片被切割之后防止该

接触插头与衬底材料分离。

[0031] 通过数例，假定在具有的厚度等于约 0.5mm的晶片 20中通过在该晶片中钻出多个

直径等于约 0.4mm的重叠圆孔来形成多个接触插头孔 30，则接触插头安装表面可以在平行

于接触插头切割线 51的方向上具有等于约 0.2mm的宽度。并且该插头的颈部区域 39可以

从该安装表面被移位大约 0.1mm。

[0032] 图 2A中示出了在衬底晶片 20被切片之后该衬底晶片的一部分。该图示出了根据

本发明的实施例通过进行切片所得到的多个单独的灵巧安装件 60 以及这些灵巧安装件的

特征。在切片过程中形成的以及在每个灵巧安装件 60中所包括的接触插头 40的安装表面

用数字 62标注。接触插头安装表面 62在灵巧安装件的边缘表面 64上露出，这些边缘表面

是在衬底晶片 20沿着插头切割线 51被切割时形成的（图 1B）。

[0033] 衬底晶片 20的顶表面 21和底表面 22的被包括在一个灵巧安装件 60中的部分（图

1A）被对应地称作图 2B所示的灵巧安装件的顶表面 66和底表面 67。在图 2A的透视图中，

未示出灵巧安装件 60的底表面 67。图 2B中指出了底表面 67。每个灵巧安装件 60中包括

的接触插头 40的的表面 70（还称作接触垫 70）在顶表面 66上露出。任选的是，接触垫 70

在底表面 67上具有一个镜像的接触垫。

[0034] 在本发明的一个实施例中，在通过对晶片 20 进行切片而形成多个单独的灵巧安

装件 60（称作“单一化（singulation）”）之后，对接触插头 40镀上一种金属或金属合金，以

便将这些插头的表面准备好用于电结合到 LD或另外的电气部件或电路上。任选的是，使用

现有技术已知的任何不同镀层方法用锡或镍对这些插头进行镀层，这些金属通常用于协助

不同的回流和 /或引线结合过程。可通过无电式镀层过程来进行镀层。

[0035] 图 2B示意性地示出了安装到灵巧安装件 60中的第一接触插头 40的安装表面 64
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上的 LD80。LD80可以安装到并且电连接到该安装表面上，通过使用传导性粘合剂或环氧树

脂来将该 LD的阴极（未示出）结合到该安装表面上。可以使用结合线 82将该 LD的阳极（未

示出）连接到灵巧安装件 60中的第二个接触插头 40上。

[0036] 灵巧安装件 60及其 LD80可以相对容易地安装到印刷电路板（PCB，未示出）上，该

印刷电路板包括或提供了与用于对 LD80供电和进行控制的电路（未示出）的电连接。将该

电路电连接到多个接触垫 70上，从而将该电路连接到 LD上。任选的是将 LD80如下连接到

电路上：通过将该灵巧安装件在表面安装到底表面 67 上的 PCB 接触垫（为接触垫 70 的镜

像）上，使得这些镜像接触垫与 PCB上的功率轨迹产生电接触。

[0037] 图 3A示意性地示出了根据本发明的一个实施例、类似于图 1A和图 1B所示晶片 20

的衬底晶片 120，除了一个阵列的多行 131和多列 132的接触接头 140之外，该衬底晶片还

被加工形成了多个传导性轨道 150。每个传导性轨道 150与同一列 132的接触插头中的两

个接触插头 140中每一个产生了电接触。

[0038] 通过沿着切割线 151、152 和 153 对晶片 120 进行切片来产生图 3B 中示意性所示

的多个灵巧安装件 160。插图 155示出了经切片的晶片 120的一部分的放大图像。传导性

轨道 150可以通过任何不同的平版印刷工艺来形成。这些轨道提供了使用电接触将灵巧安

装件 160电连接到电路上的便利性，该电路可以用来对安装到灵巧安装件上的 LD供电和 /

或进行控制。

[0039] 应该注意，虽然图 3A 和图 3B 示出了位于晶片 120 的顶表面 121 上的多个接触轨

道，但在本发明的一个实施例中，晶片可以在顶表面和底表面上都配备有多个接触轨道，从

而可以在灵巧安装件的顶表面和底表面上都实现与所得灵巧安装件的电接触。还应该注

意，虽然图 1A至图 3B示出了仅具有两个接触插头的灵巧安装件，但根据本发明一个实施例

的灵巧安装件并不限于仅具有两个接触插头的灵巧安装件。图 4A 示意性地示出根据本发

明一个实施例的灵巧安装件 200，该安装件包括三个接触插头 202 以及多个相关联的接触

轨道 204。

[0040] 根据本发明的实施例的灵巧安装件也不限于仅沿着灵巧安装件的同一边缘具有

多个接触插头。例如，如果晶片 20和 120在晶片的切片过程中不是沿着行切割线 53和 153

被切割的，则根据本发明一个实施例的灵巧安装件将在两个相反的边缘上均具有接触插

头。

[0041] 根据本发明的实施例的灵巧安装件还可以安装在一个底座上以便调节该灵巧安

装件的高度以及安装到该灵巧安装件上的一个 LD的高度以便将该 LD相对于使用它的光学

和 / 或电气部件进行定位和 / 或以便对该 LD 提供大的散热装置。例如，如果 LD 在一个给

定的固定位置被联接到光导纤维上，则安装了该 LD 的灵巧安装件可能需要由一个适合的

底座来支撑以便使 LD的位置与该纤维的输入孔对齐。图 4B示意性地示出了根据本发明的

实施例由底座 206支撑的灵巧安装件 200。

[0042] 本发明的实践当然不限于具有图 1A所示的插头孔 30的形状的接触插头孔。插头

孔可以具有适合于将接触插头锁定至该晶片上的任何形状，这些接触插头是通过用传导性

材料填充衬底晶片中的孔而形成的。

[0043] 例如，图 5A 示意性地示出了根据本发明的实施例一个晶片 300 的一部分，该晶片

具有截面为“砂漏”形状的多个插头孔 302。虚线 310和 312对应地指示了图中所示的部分
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晶片中的插头切割线和列切割线。应该注意的是，不同于插头切割线 53（图 1B）和插头切

割线 153（图 3A）在其相关联的晶片中的插头孔之间穿过，插头切割线 310穿过了砂漏形插

头孔 302的窄的颈部 304。

[0044] 图 5B 示意性地示出了在用传导材料填充了接触插头孔 302 并且已经在切片过程

中沿着插头切割线 310对晶片进行切割之后的晶片 300。沿着插头切割线对晶片 300进行

切割，形成了具有梯形截面的多个接触插头 320。对晶片 300进行切片并且由该晶片来单一

化多个灵巧安装件任选地是通过沿切割线 312 对晶片进行切割来完成的。举例而言，如果

希望使灵巧安装件具有十个接触插头 320，则沿图 5B所示的切割线 312进行切割可能是意

料之中。

应该注意，根据本发明实施例的灵巧安装件可以通过不同于以上所述方法或者作为这

些方法的变体的方法来制造。例如，图 6示意性地示出了一个激光系统 400，该激光系统产

生激光束 402来沿着任选的陶瓷衬底“棒”430的边缘 422来切出多个接触插头“槽缝”420。

在切出这些槽缝之后，将衬底棒保持在一个模具（未示出）中使这些槽缝位于顶部。在该模

具中倒入熔融的传导性金属或合金来覆盖和填充这些槽缝并且形成多个接触插头。在冷却

之后，将这个衬底棒移出并且将过量的金属磨除或刮掉以便从边缘 422 去除过量的金属并

且使接触插头的安装表面平坦化。

通过另一个实例，并非在插头孔如插头孔 30（图 1A）或插头孔 302（图 5A）中倒入熔融

的金属或金属合金，可以将预先成形的接触插头压力装配在插头孔中。

[0045] 在本申请的说明书和权利要求书中，每个动词“包括”、“包含”和“具有”以及它们

的变化形式是用来表明，该动词的这个或这些宾语不一定是该动词的这个或这些主语的部

件、元件或部分的完整清单。

[0046] 在本申请中对本发明的多个实施例的说明是以举例方式提供的并且并非旨在限

制本发明的范围。所描述的实施例包括不同的特征，不是所有这些特征都是本发明的所有

实施例中所需要的。某些实施例仅使用这些特征中的一些或这些特征的可能组合。本领域

技术人员将会想到所描述的本发明实施例的变体、以及包括在所述实施例中指出的特征的

不同组合的本发明实施例。本发明的范围仅由权利要求来限制。
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图 2A

图 2B
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图 3A
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图 3B
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图 4A

图 4B
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图 5A

图 5B
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图 6
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